Dell Qualcomm 5G (DW5934E)

5G WWAN modul Dell s Qualcomm Snapdragon X72 chipsetem pro mobilni pripojeni.
Podporuje 5G NR Sub6, LTE Cat20, M.2 Key B forma, rychlosti az 4,14 Gbps, dual SIM
vcetné eSIM, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, 4x4 MIMO antény.
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Dell Qualcomm 5G (DW5934E)

Pokrocily 5G WWAN modul pro mobilni pripojeni s podporou nejnovéjsich standardi.

Predstavujeme vysoce vykonny 5G WWAN modul vybaveny $pickovym Qualcomm Snapdragon X72 chipsetem, ktery
zajistuje rychlé a spolehlivé mobilni pripojeni kdekoli. Modul podporuje 5G NR Sub6 sité s rychlostmi stahovani az 4,14
Gbps a odesilani az 900 Mbps, stejné jako LTE Cat20 s rychlostmi az 2 Gbps.

Zarizeni je navrzeno ve standardnim M.2 Key B provedeni s PCI Express 3.0 rozhranim a nabizi pokrocilé funkce jako
dual SIM vcetné eSIM podpory, integrované GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo prijimace a 4x4 MIMO technologii pro
optimdlni prijem signélu.

Qualcomm Snapdragon X72 chipset s podporou 5G NR Sub6 a LTE Cat20 technologii
Maximalni rychlosti 5G: stahovani 4,14 Gbps, odesilani 900 Mbps

Rozsahla podpora frekvencnich pasem vCetné 32 NR pasem a 35 LTE pasem

Dual SIM funkcionalita s podporou eSIM a externi SIM karty

Integrované GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo prijimace pro presnou polohu

4x4 MIMO technologie s anténni diverzitou pro optimalni prijem signalu

M.2 Key B forma s PCI Express 3.0 rozhranim pro snadnou instalaci

Pokrocilé sitové technologie
Modul podporuje nejmodernéjsi sitové standardy vCetné 5G NR FDD/TDD a LTE FDD/TDD s pokrytim vSech hlavnich
globalnich frekvencnich pasem. Zpétna kompatibilita zahrnuje také WCDMA/HSPA+ sité.

Flexibilni SIM management
Pokrocila DSSA (Dual SIM Single Active) funkcionalita umoziuje soucasné pouzivani externi SIM karty a integrované
eSIM, pri¢emz dostupnost eSIM zavisi na regionalnich pozadavcich operatoru.

Optimalizované antény
Systém Ctyr antén zahrnuje hlavni WWAN anténu, diverzitni anténu a dvé dodatecné 4x4 MIMO antény pro maximalni
vykon a spolehlivost pripojeni ve vSech podminkach.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Chipset: Qualcomm Snapdragon X72

Format: M.2 Key B

Rozhrani: PCI Express 3.0

5G rychlosti: stahovani 4,14 Gbps, odesilani 900 Mbps
LTE rychlosti: stahovani 2 Gbps, odesilani 211 Mbps
Frekvencni pasma: 32x NR, 35x LTE, 5x WCDMA/HSPA+
SIM podpora: dual SIM, eSIM, externi SIM slot



GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

Antény: 4x konektor (hlavni, diverzitni, 2x MIMO)
Napajeni: 3,3 VDC (3,135-3,63 V)

Rozméry: 52 x 30 x 2,3 mm

Hmotnost: 9,5 g

Provozni teplota: -30 °C az +70 °C

Kompatibilita:

Dell Pro 13 Premium PA13250
Dell Pro 14 Premium PA14250
Dell Pro 14 Plus PB14250

Dell Pro 14 Plus PB14255



